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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ENVIRONMENTAL TESTING -

Part 2-20: Tests —
Tests Ta and Th: Test methods for solderability
and resistance to soldering heat of devices with leads
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FOREWORD

International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization con
ational electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote inter
peration on all questions concerning standardization in the electrical and electroniccfields. To this 4

aration is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject de
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations

formal decisions or agreements of IEC on technical matters expressyas nearly as possible, an inter

Publications have the form of recommendations for interfiational use and are accepted by IEC N

lications is accurate, IEC cannot be held responsiblé\ for the way in which they are used or
nterpretation by any end user.

rder to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publ
sparently to the maximum extent possible in their\national and regional publications. Any divergence b
IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in th

itself does not provide any attestation of<conformity. Independent certification bodies provide coif

ices carried out by independent certification bodies.
sers should ensure that they hayetthe latest edition of this publication.

iability shall attach to IEC ar its directors, employees, servants or agents including individual exp¢g
hbers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property dan
r damage of any natufe_whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal feg
enses arising out of~the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any oth
lications.

ntion is drawn te the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publica
Epensable forythie correct application of this publication.

ntion is dfawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject o
ts. IEC«shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
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D068-2-20 has been prepared by IEC technical committee 91: Electronics asslembly

1 | F L 4 4. Lot pu | pu |
teChn\uuyy. TS arnmternatonarotanaatrar:

This sixth edition cancels and replaces the fifth edition published in 2008. This sixth edition
constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

a) update of and clarification of pre-conditioning (former "aging") and its relation to natural

ag

ing.
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The text of this International Standard is based on the following documents:

Draft Report on voting

91/1701/FDIS 91/1711/RVD

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in
the above table.

The language used for the development of this International Standard is English.

This iocument was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed in
accordlance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, available
at www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed by IE[C are
descriped in greater detail at www.iec.ch/standardsdev/publications.

A list ¢f all the parts in the IEC 60068 series, under the general title Environmental testing, can
be foynd on the IEC website.

The cpmmittee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under "http://webstate:iec.ch” in the data reldted to
the specific document. At this date, the document will be
e regonfirmed,

e withdrawn,

e replaced by a revised edition, or

e anpended.
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ENVIRONMENTAL TESTING -

Part 2-20: Tests -
Tests Ta and Th: Test methods for solderability
and resistance to soldering heat of devices with leads

1 Scope

This g

art of IEC 60068 outlines Tests Ta and Tb, applicable to devices with leads.A@nd

themslelves. Soldering tests for surface mounting devices (SMD) are describ

IEC 6

This d
heat @
(Pb),

The p

The o
meets

D068-2-58.

ocument provides procedures for determining the solderability and resistance to sol
f devices in applications using solder alloys, which are eutectic ornear eutectic ti
br lead-free alloys.

rocedures in this document include the solder bath method‘and soldering iron meth

bjective of this document is to ensure that component lead or termination solder
the applicable solder joint requirements of IEC/61191-3 and IEC 61191-4. In ad

test methods are provided to ensure that the componént'body can be resistant to the hea

to whi

NOTE
IEC 60

2 N

The fq

ch it is exposed during soldering.

Information about wetting time and wetting force~€an be obtained by test methods using a wetting b
68-2-69 (solder bath and solder globule method)'can be consulted.

prmative references

llowing documents are referred to in the text in such a way that some or all of their ¢

leads
ed  in

Hering
n lead

od.

ability
dition,
t load

alance.

bntent

constifutes requirements of thissdocument. For dated references, only the edition cited applies.

amen

IEC 6

IEC 6

IEC 6

For L£ndated references, the” latest edition of the referenced document (includin

ments) applies.
D068-1, Environmental testing — Part 1: General and guidance
D068-2-2,"Environmental testing — Part 2-2: Tests — Test B: Dry heat

D068-2-66, Environmental testing — Part 2: Test methods — Test Cx: Damp heat, s

J any

teady

state

unSaturated pressurized vapour)

IEC 60068-2-78, Environmental testing — Part 2-78: Tests — Test Cab: Damp heat, steady state

IEC 61191-3, Printed board assemblies — Part 3: Sectional specification — Requirements for
through-hole mount soldered assemblies

IEC 61191-4, Printed board assemblies — Part 4: Sectional specification — Requirements for
terminal soldered assemblies

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.
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ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following
addresses:

e |EC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/
e |SO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp

3.1

colophony

natural resin obtained as the residue after removal of turpentine from the oleo-resin of the pine
tree, consisting mainly of abietic acid and related resin acids, the remainder being resin acid
esters

Note 1 fo entry: ”"Rosin" is a synonym for colophony, and is deprecated because of the common confusion,yith the
genericlterm "resin".

3.2
contact angle
in general, the angle enclosed between two planes, tangent to a liquid surfacesand a solidfliquid
interfdce at their intersection (see Figure 1); in particular, the contact angle of liquid solder in
conta¢t with a solid metal surface

Contact angle

2.

Figure 1 — Diagram of contact angle

IEC

3.3
wetting
formation of an adherent coating of solder on a surface

Note 1 fo entry: ASsmall contact angle is indicative of wetting.

3.4
non-wetting
inability o form an adherent coating of solder on a surface

Note 1 to entry: In this case the contact angle is greater than 90°.

3.5
de-wetting
retraction of molten solder on a solid area that it has initially wetted

Note 1 to entry: In some cases, an extremely thin film of solder may remain. As the solder retracts the contact angle
increases.

3.6

solderability

ability of the lead, termination or electrode of a component to be wetted by solder at the
temperature of the termination or electrode, which is assumed to be the lowest temperature in
the soldering process within the applicable temperature range of the solder alloy
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3.7
soldering time
time required for a defined surface area to be wetted under specific conditions

3.8

resistance to soldering heat

ability of the component to withstand the highest temperature stress in terms of temperature
gradient, peak temperature and duration of the soldering process, where the temperature of the
component body is within the applicable temperature range of the solder alloy

3.9

Iead-:lree-so'l'd'lar
alloy that does not contain more than 0,1 % lead (Pb) by weight as its constituent apd'ig used
for joining components to substrates or for coating surfaces

[SOURCE: IEC 60194-2:2017, 3.12.5, modified — The words "as its constituent" havel been
added.]

4 Test Ta: Solderability of wire and tag terminations

4.1 |Objective and general description of the test
4.1.1 Test methods

Test Ta provides two different test methods to determine’the solderability of areas on wife and
tag tefminations that are required to be wetted by solder during the assembly operation.

— Method 1: solder bath;
- Mlthod 2: soldering iron.

The test method to be used shall be indicated in the relevant specification. The soldef bath
methqgd is the one which most closely-simulates the soldering procedures of flow solderirjg and
similaf soldering processes.

The sopldering iron method may’be used in cases where Method 1 is impracticable.

If reqyired by the relevantspecification, the test specimen shall be preconditioned according to
4.1.4.|The following are typical methods for preconditioning:

Type [ a: 1 h.steam

Type [ b: 4 h steam

Type 2: 10 days damp heat, steady state condition (40 + 2) °C; (93 + 3) % RH (Tesr Cab)
Type Ba~—4 h at 155 °C dry heat (Test Bb)

Type 3b: 16 h at 155 °C dry heat (Test Bb).

Type 4: 4 h unsaturated pressurized vapour (Test Cx)

NOTE 1 In general, the acceleration for ageing prior to solderability testing is estimated by simulating the
degradation in storage environment. However, the steam ageing condition does not correspond with storage
conditions because the failure mode derived from steam ageing is clearly different from that derived from storage
conditions. Therefore, an accelerated correlation between steam ageing and natural ageing in storage condition is
impossible and steam ageing conditions such as type 1a and type 1b are inappropriate as accelerated ageing.

NOTE 2 For Ni/Au surface, Type 2 or Type 4 is appropriate as preconditioning.
4.1.2 Specimen preparation

The surface to be tested shall be in the "as received" condition and shall not be subsequently
touched by the fingers or otherwise contaminated.
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The specimen shall not be cleaned prior to the application of a solderability test. If required by
the relevant specification, the specimen may be degreased by immersion in a neutral organic
solvent at room temperature.

41.3

Initial measurements

The specimens shall be visually examined and, if required by the relevant specification,

electri

4.1.4
4.1.4.

If pre
be ad

Termi

maxinpum operating or storage temperature, or if the component\(s likely to dg

consiq
norma

4.1.4.

The rq
is to b

cally and mechanically checked.

Preconditioning

onditioning is required by the relevant specification, one of the following procedure
opted. At the end of the conditioning, the specimen shall be subjected 10" sta
pheric conditions for testing for not less than 2 h and not more than 24 h,

nations may be detached if the conditioning temperature is higher than the compo

erably at 100 °C in steam and thus affect the solderability in_a manner which wod
Ily occur in natural ageing.

p Type 1

levant specification shall indicate whether type 1a-(1 h in steam) or type 1b (4 hin 3
e used. For these procedures the specimen is suspended, preferably with the termi

s may
ndard

nent's
grade
Id not

team)
hation

vertical, with the area to be tested positioned 25 mm to 30 mm above the surface of Bhoiling

distillg
(e.g.,

The v
which

of susjpending the specimens shall beydevised; perforations or slots in the cover are per

for thi

The Ig
small

denser may be used if desired. (See Figure A.1).

NOTE
and liq

4.1.4.

d water which is contained in a borosilicatetglass or stainless steel vessel of suitab
B 2 liter beaker). The termination shall bezat least 10 mm from the walls of the ves

bssel shall be provided with a cover;af similar material, consisting of one or more
are capable of covering approximately seven-eighths of the opening. A suitable n

5 purpose. The specimen holder shall be non-metallic.

quantities, so that the-water will continue to boil vigorously; alternatively a reflu

There are many\problems for steam conditioning. For example, dew always condenses on the term
id water dirgctly drops onto specimens in some cases.

B Type 2

e size
sel.

plates
ethod
mitted

vel of water shall be maintained by the addition of hot distilled water, added gradufally in

con-

nations

Speci

méns are subjected to 10 days damp heat, steady state, according to IEC 60068

-2-78,

I D la N N =l N N
Test Cab- DampeatSteauay—State:

41.44 Type3

Specimens are subjected to 4 h (Type 3a) or 16 h (Type 3b) dry heat at 155 °C according to
IEC 60068-2-2, Test B: Dry heat.

The test specimens may be introduced into the chamber at any temperature from laboratory

ambie

nt to the specified temperature.

4.1.4.5 Type 4

Specimens are subjected to 4 h at 120 °C and 85 % RH according to IEC 60068-2-66, Test Cx:

Damp

heat, steady state (unsaturated pressurized vapour).
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4.2 Method 1: Solder bath
4.2.1 General

This method provides a procedure for assessing the solderability of wires, tags, and termina-
tions of irregular form.

4.2.2 Description of the solder bath

The solder bath shall be of adequate dimensions to accommodate the specimens and contain
sufficient solder to maintain the solder temperature during testing, and to prevent exceeding
the contamination levels applicable to the type of solder used for testing. If not otherwise
defingd by the relevant specification, the solder bath shall be not less than 40 mm in depth and
not less than 300 ml in volume. The bath shall contain solder as specified in Table 1¢

NOTE When the specimens are of a small size and heat capacity, a solder bath with dimensions legs than
describpd above can be appropriate.

NOTE 2 Clause A.2 of IEC 60068-2-69:2017 can be consulted as an example of the soldef bath corresporjding to
NOTE

4.2.3 Flux

A colgphony based flux as described in Annex B shall be used{Ahe flux shall be non-actjvated
(see Table B.1).

If nontactivated flux is inappropriate, the relevant specification may require the use of|a low
activated flux (see Table B.1).

4.2.4 Procedure

The dfoss on the surface of the molten solder shall be removed with a piece of suitable thefmally
resistant material, immediately before each test, to ensure a clean and bright surface.

The tgrmination to be tested shall be-immersed first in the flux (described in 4.2.3) at ambient
tempdrature, and excess flux shall\be eliminated either by draining off for a suitable time| or by
using [any other procedure lik€ly-'to produce a similar result. In case of dispute, drainagg shall
be cafried out for (60 £ 5) s:

NOTE |[It sometimes happen_that excessive remaining flux boil when coming into contact with the liquid solfler and
gas bulpbles stick to the surface of terminations and prevent wetting of the termination in such areas.

The termination/is then immersed immediately in the solder bath in the direction |of its
longitlidinal axis. The point of immersion of the termination shall be at a distance not lesp than
10 mm fromthe walls of the bath.

Th a £ oo roion oboll b daetaroain oSt AL | aad—thb. toroain ot oo h ”
e SpeeaotrtHRmerston—Sshamrpe—aetermihea—at=2oMmrs—orTeSS—anRa—tthe—termiatton sha

remain immersed for the time selected from Table 1 with the body of the component at the
distance above the solder prescribed in the relevant specification. The specimen shall then be
withdrawn at (25 + 2,5) mm/s.

For components having a high thermal capacity, an immersion time of (5,0 £ 0,5)sor (10 1) s
may be selected from Table 1.

If required by the relevant specification, a screen of thermally insulating material of
(1,5 £ 0,5) mm thickness with clearance holes appropriate to the size of the termination, may
be placed between the body of the component and solder.

Any flux residues shall be removed with 2-propanol (isopropyl alcohol) or ethanol (ethyl alcohol)
after testing.
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Test conditions

The duration and temperature of immersion shall be selected from Table 1, unless otherwise
prescribed by the relevant specification.

Table 1 — Solderability, solder bath method: Test severities
(duration and temperature)

Severity
Alloy
composition (215 + 3) °C (235 + 3) °C (245 + 3) °C (250 3) °C
(3+03)s  (10£1)s| (2£0,2)s (5+0,5)s (3+0,3)s (3+0,3)s
[SAPb X X X X
Sn9p,5Ag3Cu,5 X
$$99,3Cu,7 X

The al

SnPb:
Sn96,

remairjder of Sn may be used;

oy compositions are given for test reference purposes only.

The solder alloys consisting of a mass fraction of 37 % or 40 % Pb, and the remainder of Sn may be
Ag3Cu,5: The solder alloys consisting of a mass fraction of 3,0 % to 4,0 % Ag+~0(5 % to 1,0 % Cu, a

used;
hd the

Sn99,3Cu,7: The solder alloys consisting of a mass fraction of 0,45 % to 0,9 % CU-and the remainder of Snmay be
used.

The b3asic lead-free solder alloys listed in this table represent compositions thdt are currently preferred for Igad-free
solder|ng processes. If solder alloys other than those listed here are used, it needs to be verified that the given
severifies are applicable.

NOTE|1 "X" denotes ‘applicable’.

NOTE|2 Annex B of IEC 61190-1-3:2017 can be consulted {0,identify alloy compositions.

4.2.6 Final measurements and requirements

The visual inspection shall be carried\out under adequate light with a binocular microscppe of
magnification in a range of 4x to 100x.

The gpecimens shall be visually examined and, if required by the relevant specifigation,
electrically and mechanically-checked.

The djpped surface televant for soldering shall be covered with solder coating with ng more
than gmall amounts.of scattered imperfections such as pin-holes or un-wetted or de-yetted
areas] All leads(shall exhibit a continuous solder coating free from defects for a minimum of
95 % pf the ctitical area of any individual lead. For solder alloys containing lead (Pb), polder

shall e smpmooth and bright.

4.3

4.3.1

‘Method-2:—Seldering-ironat-350-26C
: 026G

General

This method provides a procedure for assessing the solderability of terminations in cases where
the solder bath method is impracticable. It applies to lead containing and lead-free solder alloys.

4.3.2

Description of soldering iron

To keep the tip temperature during test within the specified limits, usage of a temperature
controlled soldering iron is recommended.
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Size A

Tip temperature: (350 + 10) °C
Tip diameter: 8 mm

Exposed length:

Size B

Tip temperature: (350 = 10) °C

32 mm reduced to a wedge shape over a length of approximately 10 mm.

Tip diameter: 3mm

Evpnenr’l |nngfh: 12 mm rediiced to 2 \Alndgn chapn over-a Inngfh of opprnvimafnly 5 mm.
The tip shall be made of copper, preferably plated with iron, or of an erosion-resistant qopper
alloy, [in accordance with usual practice, and tinned on the surface in contact with thie test
termination.
4.3.3 Solder and flux
A corgd solder wire shall be used comprising of solder as specified ¢n~Table 1, with a cpre or
cores |containing 2,5 % to 3,5 % colophony as specified in Clause BX1. A visual check shall be
made [during the test for the presence of flux.
4.3.4 Procedure
Accorgling to the type of component, a soldering iron with a tip of either Size A or Size B shall
be us¢d as required in the relevant specification.
The npminal diameter of the cored solder wire tobe used with Size A soldering iron tip is 1{2 mm
and 0{8 mm with Size B soldering iron tip.
The tgrmination shall be positioned horizontally so that the soldering iron can be applied|to the
test slirface as shown in Figure 2.
If meghanical support for the terminations is required while performing this test, such syupport

shall |

e of thermally insulating-material.

Solder wire: sufficient
to cover test area

Soldering iron bit

Component
body Termination

IEC

Figure 2 — Position of soldering iron

When testing heat-sensitive components, the relevant specification shall specify the distance
of the test area from the component body, or it shall specify the use of a specific heat sink.

The relevant specification may specify different conditions where the geometry of the termina-
tions renders the above procedure impracticable.
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Surplus solder that has remained on the test surface of the iron from a previous test shall be
removed prior to the test.

The iron and the solder shall, unless otherwise specified, be applied to the termination for 2 s
to 3 s at the position stated in the relevant specification. During this period of time, the iron
shall be kept stationary.

If the relevant specification requires that several terminations of the component shall be tested,
an interval in the order of 5 s to 10 s shall be observed between the applications to the different
terminations of the component, to avoid overheating.

Any flt|x residue shall be removed from the terminations with 2-propanol (
hanol (ethyl alcohol) after each test.

isopropyl alcohol) or

with e
4.3.5 Final measurements and requirements
The visual inspection shall be carried out under adequate light with a binocular microscppe of
magnification in a range of 4x to 100x.
The specimens shall be visually examined and, if required by the relevant specification| elec-
trically and mechanically checked.
The soplder shall have wetted the test area and there shall bé)ho droplets.
4.4 |Information to be given in the relevant specification
Whenl|this test is included in the relevant specifieation, the following details shall be giyen as
far as|they are applicable.
Subclause
a) Whether degreasing is required 4.1.2
b) Initial measurements 4.1.3
c) Preconditioning method (if-required) 4.1.4
d) Test method 42o0r43
e) Whether activated flux'shall be used 4.2.3
f) Immersion depth,\témperature and duration 424,425
g) Whether a thermal screen is to be used 4.2.4
h) Size of saldering iron tip (A or B) 4.3.2
i) Distance of test area from component body or use of a heat sink 4.3.4
j) Ditferent test conditions. if required by geometry of termination 4.3.4
k) Position of the soldering iron 4.3.4
I) Application time of soldering iron, if not2sto 3 s 4.3.4
m) Number of terminations to be tested 4.3.4
n) Final measurements and requirements 4.2.6,4.3.5
o) Type of solder alloy Table 1, 4.3.3
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5 Test Th: Resistance to soldering heat

5.1

5.1.1

Objective and general description of the test

Test methods

Test Tb provides two different methods to determine the ability of a specimen to withstand the
heating stresses produced by soldering.

— Method 1: solder bath;
— Method 2: soldering iron.

Methqgd 1 is identical to Test Ta, Method 1, but with different immersion times and tempeérg

Methgd 2 is identical to Test Ta, Method 2, but with the iron applied to the test surface fo

5.1.2

Initial measurements

The gpecimens shall be visually examined and, if required by the“relevant specifig

electr

5.2

5.2.1

cally and mechanically checked.

Method 1: Solder bath

Description of the solder bath

As required in 4.2.2.

The b

5.2.2

bth shall contain solder as specified in Table™2.

Flux

A coldphony based flux as described intAnnex B shall be used. The flux shall be high act
(see Table B.1).

When
activa
taken

the test forms part of atest sequence and is applied prior to a humidity test, g
fed flux (see Table B.1)shall be used. In this case, the test shall be made on sped
from a lot that has_satisfactorily passed the solderability Test Ta, Method 1, with

previgus 72 h period.

For th
case

subje
the hi
failur
heat"

test resistance to soldering heat, highly activated flux is required to simulate the
f heat transfer into the component body (highest wetting speed). But, if the inten
t the testspecimen, after the ‘resistance to soldering heat’ test, to a humidity enviro
hly(activated flux may lead to corrosion effects. To avoid such unintended effe
s.id this scenario, it is permitted to use non-activated flux for the "resistance to sol

tures.

10 s.

ation,

vated

non-
imens
in the

worst
t is to
hment
cts or
Hering

5d, for

example, by taking test specimens from the same lot that have already satisfactorily passed the
solderability test. Under that condition, a comparable wetting speed can be assumed.

5.2.3

Procedure

The dross on the surface of the molten solder shall be removed with a piece of suitable thermally
resistant material, immediately before each test, to ensure a clean and bright surface.

The termination to be tested shall be immersed first in the flux described in 5.2.2 at ambient
temperature, and then in the solder bath, in the direction of its longitudinal axis. The point of
immersion of the termination shall be at a distance not less than 10 mm from the walls of the

bath.
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Immersion of the termination to within 2,0 mm to 2,5 mm from the component body or seating
plane, unless otherwise specified in the relevant specification, shall be completed in a time not
exceeding 1 s.

The termination shall remain immersed to the specified depth for one of the durations given in
Table 2, or as required in the relevant specification.

Any flux residues shall be removed from the terminations with 2-propanol (isopropyl alcohol) or
with ethanol (ethyl alcohol) after each test.

5.2.4 Test conditions

The dpration and temperature of immersion shall be selected from Table 2, unlessth¢rwise
required by the relevant specification.

Table 2 — Resistance to soldering heat, solder bath method:
Test severities (duration and temperature)

Severity
Alloy
composition (235 3) °C (260 £ 3) °C
(10x1)s (5£0,5)s (10x1)s
SnPb X XPb XC
Lead|free alloy 2 xP Xe

"X" dgnotes "applicable".

Certain soldering methods may require higher severity of (270r+ 3) °C for (5 + 0,5) s or the more severe condition
of (10/+ 1) s. Such conditions should be provided by the relevant specification as agreed between the tfading
partngrs.

Care phould be taken, that heat / moisture sensitive devices are handled according to the instructions |of the
supplier.

2 Ay alloys may be used, provided they<are completely liquid at the required temperature.

b THe shorter immersion time of 5 s is mainly intended for heat-sensitive components to be mounted on grinted
cifcuits. A warning should be given to the user that such components should be soldered to the printed kircuit
board in less than 4 s.

¢ THis test severity is alsowsed for the de-wetting test. As an optional test condition (260 + 5) °C for (30|t 3) s
may also be used.

Unles§ otherwise.required in the relevant specification, a screen of thermally insulating material
of (1,9 £ 0,5)mm thickness, with clearance holes appropriate to the size of the termination,
shall he placed between the body of the component and the molten solder.

When the relevant specification requires the use of a heat sink during this test, it shall give full
details of the size and type of heat sink to be used, which should be related to the method used

for production soldering.

5.2.5 De-wetting

The relevant specification shall prescribe whether this test is required.

A total immersion of 10 s is required because de-wetting can occur slowly; this immersion shall
be divided into two periods of 5 s each in order that any rapid de-wetting is not masked by any
subsequent re-wetting.
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Method 2: Soldering iron

Description of soldering iron

As required in 4.3.2.

The relevant specification shall state whether iron tip A or iron tip B is to be used.

5.3.2

Solder and flux

As required in 4.3.3.

5.3.3

As red
the te
presct

Temp
Durati

If the

In tes

heat gtress can provoke non-repairable defects. The usual soldering times used in practi

in the
when

sourcg¢) may be necessary.

For he
area f

If the

Procedure

uired in 4.3.4 (Method 2, with the soldering iron of Test Ta), but with the ifonapp
st surface of the termination for one of the following temperatures apd._duratio
ibed in the relevant specification.

prature: 350 °C or 370 °C
on: (5x1)sor(10£1)s

relevant specification does not indicate the duration, 10 s/shall apply.

ing certain types of electromechanical and other heat>sensitive components, prol

range of 1 s to 2 s; this and the heat sensitivity)of’'the component should be cons
selecting the test duration. Additional precautions (e.g. automatic switching off of th

at-sensitive components, the relevant specification shall specify the distance of th
rom the component body, or shall specify the use of a specific heat sink.

elevant specification requires<that several terminations of the component shall be t

ied to
s, as

bnged
Ce are
dered
e heat

e test

psted,

an interval in the order of 5 s to 10:s shall be observed between the applications to the different

termin

Any fl
with e

5.4

The s
IEC 6

ations of the component'to-avoid overheating.

ix residues shall be.femoved from the terminations with 2-propanol (isopropyl alco
thanol (ethyl alcohol) after each test.

Recovery

becimen:shall remain under standard atmospheric conditions for testing as prescri
D068-1for a period of 30 min, or until thermally stabilized.

hol) or

bed in

NOTE

For certain components, such as some semiconductors and capacitors, It can happen that the e

properties only stabilize some hours after heat stability is reached.

5.5

Final measurements and requirements

ectrical

The visual inspection shall be carried out under adequate light with a binocular microscope of
magnification in a range of 4x to 100x. The specimens shall be visually examined and, if
required by the relevant specification, electrically and mechanically checked.

5.6

De-wetting (if required)

The criteria for wetting described in 4.2.6 shall also apply.

If de-wetting or un-wetted areas occur, this should be noted.
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5.7 Information to be given in the relevant specification

When this test is included in the relevant specification, the following details shall be given as
far as they are applicable:

Subclause
a) Initial measurements 5.1.2
b) Test method to be applied 5.2;5.3
c) Immersion depth, if different from 2,0 mm to 2,5 mm from the 5.2.3
component
d) Tgst severity 5.2.4
e) Whether a thermal screen is to be used or not, and details of a heat 52.4
sink, if required
f) Whether de-wetting test applies 5.2.5
g) Sige (A or B) of soldering iron tip 5.3.1
h) Digtance of the test area from the component body or use ofa 5.3.3
specific heat sink
i) Ndmber of terminations to be tested 5.3.3
j) T@mperature and duration of the soldering iron test 5.3.3
k) Type of solder alloy in case de-wetting is tested Table 2, 5.3.p

[) Fipal measurements and requirements 5.5,5.6
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Annex A
(informative)

Example of apparatus for steam conditioning process

Cooling water in

P —— s

Coaling water out
=4

Clamp to support flask

2 | capacity-flask of
borosilicate glass

Beaker spout closes with
loose fitting roll of glass
fibre filter paper

Space for specimens:
height approx. 75 mm
diameter approx. 125 mm e

2 | capacity beaker of
EIF oooo ooo / borosilicate glass
Specimen support ﬂ

(porcelain filter disk - _—
raised on glassrods) — - —

800 cm® deionised water

Anti-bumping stones [

temperature controller

\ 750 W hotplate with

 J )

IEC

Specimens should not be placed under the lowest portion of the cooling flask because of
dripping water.

Figure A.1 — Example of apparatus
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Annex B
(normative)

Specification for flux constituents

rt by
II be
there

B.1 Colophony

Colour To WW grade or paler

Acid value (mg KOH/g colophony) 155 (minimum)

Spftening point (ball and ring) 70 °C (minimum)

Flow point (Ubbelohde) 76 °C (minimum)

Ash 0,05 % (maximum)

Splubility A solution of the colophony(dn” an equal p4g
weight of 2-propanol (isoptepy!l alcohol) shg
clear, and after a week at’room temperature,
shall be no sign of a deposit.

B.2 | 2-propanol (isopropyl alcohol)

Purity Minimum»>»99,5 % 2-propanol (isopropyl alcohol) by
mass

Atidity as acetic acid Maximum 0,002 % by mass

(gther than carbon dioxide)

Npn-volatile matter Maximum 2 mg per 100 ml

B.3 | Ethyl alcohol

Purity Minimum 96,2 % ethanol (ethyl alcohol) by mass

Free acids Maximum 4 mg/I|

(dther than.carbon dioxide)

B.4 Flux composition

Non-activated and activated flux compositions are described in Table B.1.
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Table B.1 — Colophony based flux compositions

Constituent

%

Composition by mass fraction

Non-activated Low activated High activated
Colophony 25+0,5 25+0,5 25+0,5
Diethylammonium hydrochloride (CAS No. 660-68-4) | None 0,15 £ 0,01 0,39 £ 0,01
2-propanol (Isopropyl alcohol) (CAS No. 67-63-0) or 75+0,5 74,85+ 0,5 74,61 £ 0,5
ethyl alcohol (CAS No. 64-17-5) as an alternative
Mass of chlorine of solids @ 0 0,2 0,5

28 EXpressed as free chlorine based on the colopho

ny content.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS D’ENVIRONNEMENT -

Partie 2-20: Essais —
Essais Ta et Tb: Méthodes d'essai de la brasabilité

et de la résistance a la chaleur de brasage des dispositifs a broches
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s'agsure de I'exactitude du contenu technique de ses publieations; I'lEC ne peut pas étre tenue respons

I'év

4) Dan
meq

AVANT-PROPOS

Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation co
'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC). L'VE€Ja pour g
riser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans“les domai
ctricité et de I'électronique. A cet effet, '|EC — entre autres activités — publie des Narmes internat
Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessjbles au public (PAS
Hes (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur élaboration est confiége~a.des comités d'étud

Fnationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec\I'lEC, participent égalem
aux. L’'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de, Normalisation (ISO), sel
Hitions fixées par accord entre les deux organisations.

décisions ou accords officiels de I'|EC concernant les questions techniques représentent, dans la me|
Eible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné,queles Comités nationaux de I'lEC int
représentés dans chaque comité d’études.

Publications de I'lEC se présentent sous la forme de fecommandations internationales et sont 3
me telles par les Comités nationaux de I'IlEC. Tous lgs efforts raisonnables sont entrepris afin qy
bntuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

s le but d'encourager I'uniformité internationalej les Comités nationaux de I'l[EC s'engagent, dans
ure possible, a appliquer de fagon transparente Tes Publications de I'lEC dans leurs publications na

et

régijonales correspondantes doivent étre indiguées en termes clairs dans ces derniéres.

5) L’'IHC elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépg
founissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accédent aux marq

con
indd

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicatig
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La Norme internationale IEC 60068-2-20 a été établie par le comité d’études 91 de I'lEC:
Techniques d'assemblage des composants électroniques.

Cette sixiéme édition annule et remplace la cinquieme édition parue en 2008. Cette sixieme
édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:
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Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

Projet Rapport de vote
91/1701/FDIS 91/1711/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
abouti a I'approbation de cette norme.

La langue utilisée pour I’élaboration de la présente Norme internationale est 'anglais.

ayant

Le pnésent document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2 et"é
confofmément aux directives ISO/IEC, Partie 1 et Supplément IEC, qui sont disponhi
I'adresse www.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents él3
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borés

par I'lEC sont décrits de maniére détaillée a 'adresse www.iec.ch/standardsdeyw/publicafions.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60068, publiées sous le/titre général |
d’environnement, peut étre consultée sur le site web de I'lEC.

Le comité a décidé que le contenu du present document ne sera pas modifié avant la d
stabilité indiquée sur le site web de I'lEC sous "http://webstore.iec.ch” dans les do
relatiies au document recherché. A cette date, le document 'sera

e reg¢onduit,

e supprimé,
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ESSAIS D’ENVIRONNEMENT -

Partie 2-20: Essais —
Essais Ta et Tb: Méthodes d'essai de la brasabilité

et de la résistance a la chaleur de brasage des dispositifs a broches

1 Domaine d'application

La pré
broch
surfad

Le pré

chaledrr de brasage des dispositifs dans les applications qui utilisent de® alliages de br

qui so|
brasu

Les p
a brasg

Le bu
leurs

I''EC $1191-3 et de I'l[EC 61191-4. De plus, des ‘méthodes d’essai sont fournies pour a

que le
le bra

NOTE
d’essai
brasurg

2 R

Les d

de lelr contenu, des jexigences du présent document. Pour les références datées,

I’éditiq
référe

IEC 6

sente partie de I'l[EC 60068 décrit les essais Ta et Tb qui s’appliquent aux dispoq
bs et aux broches elles-mémes. Les essais de brasage des composants pour montd
e (CMS) sont décrits dans I'lEC 60068-2-58.

sent document fournit des procédures pour déterminer la brasabilité-et’la résistang

Nt soit des brasures étain plomb (Pb) eutectique ou quasi eutedtique, soit des alliag
e sans plomb.

océdures du présent document incluent les méthodes dites de bain de brasage et
er.

du présent document est d’assurer que les broches des composants ou la brasabi
pornes sont en mesure de satisfaire aux exigences applicables aux joints de brasu

corps du composant peut résister a la charge calorifique a laquelle il est exposé pe
bage.

Des informations concernant le temps~et*la force de mouillage peuvent étre obtenues par des m{
qui emploient une balance de mouillage. L'IEC 60068-2-69 (bain de brasage et méthode de goutte
) peut étre consultée.

pférences normatives

bcuments suivants'sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou

n citée s’applique. Pour les références non datées, la derniére édition du docum
hce s'appligde (y compris les éventuels amendements).

D068-1; Essais d'environnement — Partie 1: Généralités et lignes directrices
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IEC 6

U0bo-2-2, ESSsals d'environnement — Fartie Z2-2: Essals — Essal b: Chaleur seche

IEC 60068-2-66, Essais d'environnement — Partie 2: Méthodes d'essai — Essai Cx: Essai

contin

u de chaleur humide (vapeur pressurisée non saturée)

IEC 60068-2-78, Essais d'environnement — Partie 2-78: Essais — Essai Cab: Chaleur humide,

essai

continu

IEC 61191-3, Ensembles de cartes imprimées — Partie 3: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a I'assemblage par brasage de trous traversants

IEC 61191-4, Printed board assemblies — Part 4: Sectional specification — Requirements for
terminal soldered assemblies (disponible en anglais seulement)
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3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et I'lEC tiennent a jour des bases de données terminologiques destinées a étre utilisées
en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

e |EC Electropedia: disponible a I'adresse http://www.electropedia.org/

e |ISO Online browsing platform: disponible a I'adresse http://www.iso.org/obp

31
colophane
résing naturelle obtenue comme résidu des huiles résineuses du pin, aprés distillatien| de la
térébgnthine, et constituée principalement d’acide abiétique et d’acides résiniques, le| reste
étant fles esters d'acides terpéniques

Note 1 [a l'article: En anglais, le terme "rosin" est un synonyme de "colophony", et estcdéconseillé du faif de sa
confusipn courante avec le terme générique "resin".

3.2
angle|de contact
en général, angle formé par deux plans, 'un tangent a la surface du liquide, I'autre a l'interface
solidefliquide, en un point de leur intersection (voir Figure 1); en particulier, angle de cpntact
entre |a brasure liquide et une surface métallique solide

Angle dé contact

72

IEC
Figure 1 — Schéma de I’angle de contact

3.3
mouillage
formation d’tin revétement adhérent de brasure sur une surface

TR 1 ’ : " il ] PRESRT — L I
NOte 1 a artivic. Ul aryic uc LU aut Tdivic ©ol mditatit uu Todtiiayc.

3.4
non-mouillage
incapacité de former un revétement adhérent de brasure sur une surface

Note 1 a I'article: Dans ce cas, I’'angle de contact est supérieur a 90°.

3.5
démouillage
retrait de la brasure fondue d’une surface solide, initialement mouillée

Note 1 a l'article: Dans certains cas, un film extrémement mince de brasure peut subsister. Comme la brasure se
retire, 'angle de contact augmente.
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brasabilité
aptitude de la broche, de la borne ou de I'électrode d'un composant a étre mouillées par la
brasure a la température de la borne ou de I'électrode, qui est réputée étre la température la
plus basse du procédé de brasage dans la plage de températures applicable de l'alliage de
brasure

3.7
temps

de brasage

temps nécessaire pour une surface définie a étre mouillée dans des conditions spécifiques

3.8
résis

aptitufle d’un composant a résister a la contrainte de température la plus forte en\mati
gradignt de température, de température de créte et de durée du procédé de brasage, Iq
la température du composant se situe dans la plage de températures applicable de I'allig
e

brasu

3.9

brasuire sans plomb

alliag
utilisé

[SOURCE: IEC 60194-2:2017, 3.12.5, disponible en anglais seulement.]

4 Essai Ta: Brasabilité des sorties par fils.ou par cosses

4.1
411
L’essa

sur les
d’assq

- M
- M

La méthode d’essaiva utiliser doit étre indiquée dans la spécification applicable. La méthg
bain de brasage_est la méthode qui simule le mieux les procédés de brasage du brasad

vagu

La méthode du fer a braser peut étre utilisée dans les cas ou la méthode 1 n’est pas réali

nce a la chaleur de brasage

ne contenant pas plus de 0,1 % de plomb (Pb) en masse{comme constituant et ¢
pour relier les composants aux substrats ou pour revéticiles surfaces

Objectif et description générale de I’essai
Méthodes d’essai

i Ta prévoit deux méthodes d'essai différentes pour déterminer la brasabilité des
sorties par fils et par cosses-qui doivent étre mouillées par la brasure pendant 'opé
mblage.

thode 1: bain de brasage.
thode 2: fer a bnaser.

et les procédés de brasage analogues.

bre de
rsque
ge de

ui est

zones
ration

de du
e ala

sable.

Si la spécification applicable I'’exige, I’éprouvette d’essai doit étre préconditionnée selon 4.1.4.
Les méthodes suivantes sont des méthodes types de préconditionnement:

Type 1a: 1 h dans la vapeur d’eau bouillante

Type 1b: 4 h dans la vapeur d’eau bouillante

Type 2: 10 jours en condition d’essai continu de chaleur humide (40 + 2) °C; (93 £ 3) %
d’humidité relative (HR) (Essai Cab)

Type 3a: chaleur seche de 155 °C pendant 4 h (Essai Bb)

Type 3b: chaleur séche de 155 °C pendant 16 h (Essai Bb)

Type 4: 4 h a la vapeur pressurisée non saturée (Essai Cx)
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NOTE 1 En regle générale, I’'accélération du vieillissement avant les essais de brasabilité est estimée en simulant
la dégradation dans I’environnement de stockage. Toutefois, la condition de vieillissement a la vapeur d’eau
bouillante ne correspond pas aux conditions de stockage, car le mode d’échec provenant du vieillissement a la
vapeur d’eau bouillante est nettement différent de celui provenant des conditions de stockage. Ainsi, une corrélation
accélérée entre le vieillissement a la vapeur d’eau bouillante et le vieillissement naturel dans les conditions de
stockage est impossible et les conditions de vieillissement a la vapeur d’eau bouillante telles que dans le Type 1a
et le Type 1b ne conviennent pas pour un vieillissement accéléré.

NOTE 2 Pour une surface Ni/Au, le Type 2 ou le Type 4 est une méthode de préconditionnement adéquate.
4.1.2 Préparation de I'éprouvette

La surface a soumettre aux essais doit étre dans I'état de livraison et ne doit pas étre touchée
posté ieurement avec les dnig’rq ou caontaminée de toute autre maniere

L’éprquvette ne doit pas étre nettoyée avant I'exécution de I'essai de brasakilité.| Si la
spécifjcation applicable I'exige, I’'éprouvette peut étre dégraissée par immersion dans un
solvant organique neutre a température ambiante.

4.1.3 Mesurages initiaux

Si la $pécification applicable I'exige, les éprouvettes doivent étre gxaminées visuellemlent et
soumises aux vérifications électriques et mécaniques.

4.1.4 Préconditionnement
4.1.4.1 Généralités

Si la ppécification applicable exige d’effectuer unipréconditionnement, I'une des méthodes
suivantes peut étre adoptée. A la fin du conditionnement, I’éprouvette doit étre soumige aux
condifions atmosphériques normalisées pour les,essais pendant une durée comprise enfre 2 h
et 24 h.

Les bprnes peuvent se détacher si la\température de conditionnement est supérieurg a la
tempdrature maximale de fonctionnement ou de stockage du composant, ou si le compgosant
risqueg d'étre gravement endommagé a 100 °C dans la vapeur d’eau bouillante, ce qui peut
affecter la brasabilité d’'une maniéreé qui ne se produit normalement pas en vieillissement rjaturel.

4.1.4.p Type 1

La spécification applicable doit indiquer si le Type 1a (1 h dans la vapeur d'eau bouillante) ou
le Type 1b (4 h dans la vapeur d'eau bouillante) doit étre appliqué. Pour ces procéflures,
I’éproyvette est,suspendue, de préférence avec ses bornes en position verticale, de fagqn que
la zong a soumettre aux essais soit située entre 25 mm et 30 mm au-dessus la surface d¢ I'eau
distillge en €bullition, contenue dans un récipient en verre borosilicate ou en acier inoxydable
de dimensions appropriées (par exemple, un bécher de 2 litres). Les bornes doivent se tfouver
aau rr¥oins 10 mm des parois du récipient.

Le récipient doit comporter un couvercle d’un matériau similaire, formé d'une ou de plusieurs
plaques capables de couvrir approximativement les sept huitiéemes de 'ouverture. Un systéme
qui permet de suspendre les éprouvettes doit étre réalisé; a cet effet, des perforations ou des
fentes dans le couvercle sont admises. Le porte-éprouvette ne doit pas étre en métal.

Le niveau de I'eau doit étre maintenu en ajoutant de I'eau chaude distillée, de fagon progressive
et en petites quantités, de telle sorte que I'eau ne cesse de bouillir vigoureusement. En variante,
un condenseur a reflux peut étre utilisé, si souhaité. (Voir Figure A.1).

NOTE Le conditionnement a la vapeur d'eau bouillante pose de nombreux problémes. Par exemple, de la rosée se
condense toujours sur les bornes et, dans certains cas, de I'eau liquide coule directement sur les éprouvettes.
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4143 Type 2

Les éprouvettes sont soumises pendant 10 jours a I'essai continu de chaleur humide,
conformément a I'lEC 60068-2-78, Essai Cab: Chaleur humide, essai continu.

4.1.4.4 Type 3

Les éprouvettes sont soumises pendant 4 h (Type 3a) ou 16 h (Type 3b) a une chaleur séche
de 155 °C, conformément a I'lEC 60068-2-2, Essai B: Chaleur séche.

Les éprouvettes d’essai peuvent étre introduites dans la chambre a une température

quelcomuue depurstatemperature ambrante dutaboratoire jusqu e ta temperature specifiée.

4.1.4.5 Type 4

Les éprouvettes sont soumises pendant 4 h a 120 °C et a une HR de 85 %, ‘conformément a
I'IEC $0068-2-66, Essai Cx: Essai continu de chaleur humide (vapeur pressurisée non saflurée).

4.2 [Méthode 1: Bain de brasage
4.2.1 Généralités

Cette [méthode fournit une procédure pour évaluer la brasabilité des fils, des cosses ¢t des
borneg de forme irréguliére.

4.2.2 Description du bain de brasage

Le ba|n de brasage doit étre aux dimensions adéquates afin d’accueillir les éprouvettes et de
contenir suffisamment de brasure pour mainténir la température de la brasure pendgnt les
essaig, et afin d’empécher le dépassement des niveaux de contamination applicables ap type
de brasure utilisé pour I'essai. Sauf si la;spécification applicable le définit autrement, I¢ bain
de brgsage doit avoir une profondeur d'ad moins 40 mm et un volume d’au moins 300 ml. Le
bain doit contenir de la brasure telle gu’indiquée dans le Tableau 1.

NOTE | Lorsque les éprouvettes soni.de petite taille et d'une faible capacité calorifique, un bain de brasgge aux
dimensjons inférieures a celles décfites ci-dessus peut étre approprié.

NOTE P L’Article A.2 de 'l[EC_60068-2-69:2017 peut étre consulté pour trouver un exemple de bain de hrasage
correspondant a la NOTE 1

4.2.3 Flux

Un flux a base~de colophane tel que décrit a ’Annexe B doit étre utilisé. Le flux doit étfe non
activé| (voir Jableau B.1).

Si un [flux’non activé ne convient pas, la spécification applicable peut exiger I'utilisation d'un
flux faiblement activé (voir Tableau B.1).

4.2.4 Mode opératoire

Les scories présentes a la surface de la brasure fondue doivent étre 6tées a I’'aide d’un matériau
thermiquement résistant, juste avant chaque essai, afin d’assurer une surface propre et brillante.

La borne a soumettre aux essais doit étre en premier lieu plongée dans le flux décrit en 4.2.3,
a température ambiante, et I'excés de flux doit étre éliminé soit par un égouttage d’'une durée
appropriée soit par tout autre moyen pouvant conduire a des résultats similaires. En cas de
contestation, il faut procéder a I'’égouttage pendant (60 + 5) s.

NOTE L’excés de flux restant peut bouillir lorsqu'il entre en contact avec la brasure liquide. Des bulles de gaz
peuvent se coller a la surface des bornes et empécher le mouillage de la borne dans de telles zones.
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La borne est alors immergée immédiatement dans le bain de brasage, suivant son axe
longitudinal. Le point d’immersion de la borne ne doit pas étre a moins de 10 mm des parois du
bain.

La vitesse d’immersion doit étre déterminée a 25 mm/s ou moins et la borne doit rester
immergée pendant la durée choisie dans le Tableau 1 avec le corps du composant au-dessus
de la brasure, a la distance précisée par la spécification applicable. L’éprouvette doit étre alors
retirée du bain a (25 £ 2,5) mm/s.

Pour les composants a forte capacité thermique, une durée d’immersion de (5,0 £ 0,5) s ou de
(10 £ 1) s peut étre choisie a partir du Tableau 1.

Si la| spécification applicable I’exige, un écran en matériau thermiquement isolj‘nt de
(1,5 £|0,5) mm d’épaisseur, qui comporte des trous de dégagements adaptés aux/dimensions
des bornes, peut étre placé entre le corps du composant et la brasure.

Tous |es résidus de flux doivent étre enlevés avec du 2-propanol (alcoolfisopropylique)|ou de
I’éthamol (alcool éthylique) aprés les essais.

4.2.5 Conditions d'essai

Sauf |indication contraire dans la spécification applicable,>'la durée et la tempéfrature
d'immersion doivent étre sélectionnées a partir du Tableau 1

Tableau 1 — Brasabilité, méthode du bain‘de brasage: Sévérités d’essai
(durée et température)

Sévérité
Conjposition de
‘alliage (215+3) °C (235 +3)°C (245 + 3) °C (250+ 3) °C
(3+0,3)s (10+1)s | (2+0,2)s (5+0,5)s (3+0,3)s (3+0B)s
SnPb X X X X
Sn9p,5Ag3Cu,5 X
$099,3Cu,7 X

Les cgmpositions des alliages sont données uniquement a titre de références pour I'essai.

SnPb:|Les alliages de brasure constitués d’une fraction massique de 37 % ou 40 % de Pb et le restant de Sn peuvent
étre utjlisés;
Sn96,$Ag3Cu,5: Les alliages de brasure constitués d’une fraction massique de 3,0 % a 4,0 % d'Ag, de 0,5 %|a 1,0 %
de Cu] et le restant"de’"Sn peuvent étre utilisés;
Sn99,3Cu,7: Lesalliages de brasure constitués d’une fraction massique de 0,45 % a 0,9 % de Cu et le reptant de
Sn pelivent étreutilisés.

Les alliages-de brasure sans plomb de base énumérés dans ce tableau représentent les compositions fui sont
actuellement préférentielles pour les procédés relatifs au brasage sans plomb. Si des alliages de brasure aufres que
ceux énumeres ICl SoNnt Utllises, 1T est necessaire de veriier que Ies severiies donnees sont applicables.

NOTE 1 "X" signifie "applicable".

NOTE 2 L'Annexe B de I'l[EC 61190-1-3:2017 peut étre consultée pour identifier la composition des alliages.

4.2.6 Mesurages finaux et exigences

L’examen visuel doit s’effectuer en conditions de lumiére adéquates et a I'aide d'un microscope
binoculaire dont le grossissement se situe dans la plage de 4x a 100x.

Les éprouvettes doivent étre examinées visuellement et soumises aux vérifications électriques
et mécaniques si la spécification applicable I'exige.
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La surface immergée adaptée au brasage doit étre recouverte d’'une couche de brasure et ne
doit comporter qu’une quantité minime d’imperfections disséminées, telles que des piqlres ou
des zones démouillées ou non mouillées. Toutes les broches doivent présenter un revétement
continu de brasure sans défauts sur au moins 95 % de la zone critique de toute broche
individuelle. Pour les alliages de brasure qui contiennent du plomb (Pb), la brasure doit étre
lisse et brillante.

4.3 Méthode 2: Fer a braser a 350 °C

4.3.1 Généralités

Cette méthode fournit une procédure pour évaluer la brasabilité des baornes lorsque la méthode

du ba|n de brasage n’est pas réalisable. Elle s’applique aux alliages de brasure conténgant du
plombl et sans plomb.

4.3.2 Description du fer a braser

Pour gonserver la température de la panne au cours de I'essai dans les’limites spécjfiées,
I'utilisption d’un fer a braser a température contrélée est recommandég.

Taille |A

Température de la panne (350 + 10) °C

Digmeétre de la panne 8 mm
Longueur exposée: 32 mm se réduisant a une-aréte sur une longueur d’environ 10 rhm.
Taille|B

Température de la panne (350 + 10) °C
Digmeétre de la panne 3 mm
Longueur exposée: 12 mm se.réduisant a une aréte sur une longueur d’environ 5 mm.

Selon|l'usage courant, la panne.doit étre en cuivre, de préférence plaquée avec du fer, ou
d’alliage cuivreux résistant a I’érdsion, et étamée sur la surface en contact avec la borne d’essai.

4.3.3 Brasure et flux

Un fil |de brasage a flux“incorporé doit étre utilisé, qui contient de la brasure comme cgla est
spéciffé dans le Tableau 1, et du flux ou des flux incorporés contenant 2,5 % a 3,5/% de
colophane comnpie Cela est spécifié a I'Article B.1. Un contrdle visuel doit étre effectué pgndant
le dérpulementde I'’essai, afin de veiller a la présence du flux.

4.3.4 Mode opératoire

Selon le type de composant, un fer a braser équipé d'une panne de taille A ou B doit étre utilisé,
comme cela est exigé dans la spécification applicable.

Le diamétre nominal du fil de brasage a flux incorporé a utiliser avec la panne de fer a braser
de taille A est de 1,2 mm et de 0,8 mm pour la panne de fer a braser de taille B.

Les bornes doivent étre positionnées a I’horizontale de sorte que le fer a braser puisse étre
appliqué sur la surface d’essai comme cela est représenté a la Figure 2.

Si des supports mécaniques pour les bornes sont exigés a I'exécution de I'essai, ces supports
doivent étre réalisés dans des matériaux thermiquement isolants.
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Fil de brasage: en quantité
suffisante pour recouvrir
la surface d’essai

Panne du fer a braser

Corps du
composant Borne
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Figure 2 — Position du fer a braser

e I'essai est effectué sur des composants sensibles a la températurepla spécifi
Able doit indiquer la distance entre la zone d'essai et le corps du compesant ou I'utili
issipateur thermique spécifique.

cation
sation

ornes

rend impossible I'application de la procédure ci-dessus.

L’excgs de brasure restant sur la surface d’essai du fer aprés*un'essai antérieur doit étre ¢nlevé
avant|’essai.

Sauf gpécification contraire, le fer et la brasure doivent étre appliqués aux bornes pendgnt 2 s
a 3 s p I’endroit indiqué dans la spécification applicable. Pendant ce temps, le fer doit [rester
immobile.

Si la ¢pécification applicable exige que plusieurs bornes du composant doivent étre souymises

aux e

les différentes bornes du composant,.afin d’éviter une surchauffe.

Tout fésidu de flux qui se trouvéssur les bornes doit étre enlevé avec du 2-propanol

isoprg

4.3.5

L’'exa
binoc

Les éprouyettes doivent étre examinées visuellement et soumises aux vérifications élect

et mé

5sais, un intervalle de l'ordre de 5's’a 10 s doit étre respecté entre les applicatio

pylique) ou de I’éthanol (alcool éthylique) aprés chaque essai.

Mesurages finaux et exigences

en visuel deit-étre effectué sous un éclairage adéquat et a I'aide d’'un micro
laire dontdegrossissement se situe dans la plage de 4x a 100x.

cariiques si la spécification applicable I'exige.

NS sur

alcool

scope

riques

La brasure doit avoir mouillé la surface d’essai et il ne doit pas y avoir de gouttelettes.

4.4

Informations devant figurer dans la spécification applicable

Lorsque cet essai est inclus dans la spécification applicable, les renseignements suivants
doivent étre fournis dans la mesure ou ils sont applicables.

Paragraphe
Si un dégraissage est exigé 4.1.2
Mesurages initiaux 4.1.3
Méthode de préconditionnement (si exigé) 4.1.4

Méthode d’essai 4.20u4.3
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Paragraphe
e) Si un flux activé doit étre utilisé 4.2.3
f) Profondeur d’immersion, température et durée 424,425
g) Si un écran thermique doit étre utilisé 4.2.4
h) Taille de la panne du fer a braser (A ou B) 4.3.2
i) Distance entre la zone d'essai et le corps du composant ou 4.3.4
utilisation d’un dissipateur thermique
i) Différentes conditions d'essai, si exigé par la forme des bornes 4.3.4
k) Position du fer a braser 4.3:4
) |_a durée d’application du fer a braser, si elle differe de 2 s a3 s 434
m) Nombre de bornes a soumettre aux essais 4.3.4
n) Mesurages finaux et exigences 4.2.6,4.B.5
0) Type d’alliage de brasure Tableau 1,[4.3.3

5 Epsai Th: Résistance a la chaleur de brasage

5.1 |Objectif et description générale de I’essai

51.1 Méthodes d’essai

L’essai Tb fournit deux méthodes différentes pour déterminer I'aptitude d’'une éprouvette a
résistér aux contraintes thermiques produites_par le brasage.

— Mgthode 1: Bain de brasage.
— Mgthode 2: Fer a braser.

La Méthode 1 est identique a la Méthode 1 de I'essai Ta, mais avec des temps d’immergion et
des tgmpératures différents.

La Méthode 2 est identique.a'la Méthode 2 de I'essai Ta, mais avec le fer a braser appligué sur
la surface d’essai pendant 10 s.

5.1.2 Mesurages'initiaux

Les éprouvettes'doivent étre examinées visuellement et soumises aux vérifications électfiques
et méganigues si la spécification applicable I'exige.

5.2 "MethodetBaimdebrasage
5.2.1 Description du bain de brasage

Comme cela est exigé en 4.2.2.
Le bain doit contenir de la brasure telle qu’indiquée dans le Tableau 2.

5.2.2 Flux

Un flux a base de colophane tel que décrit a 'Annexe B doit étre utilisé. Le flux doit étre
fortement activé (voir Tableau B.1).

Lorsque I'essai fait partie d’'une séquence d’essais et qu’il est exécuté avant un essai d’humidité,
un flux non activé (voir Tableau B.1) doit étre utilisé. Dans ce cas, 'essai doit étre effectué sur
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